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為台灣加油打氣專欄(272)我國的晶片封裝設備公司 

 

李家同 

吳政龍 

 

 晶片製作完成以後，是要經過一道封裝手續的，封裝手續如同替晶片做一

個堅硬的套子，如此可以防止物理損壞，如碰撞和劃傷以及化學腐蝕，並提供

對外連接的引腳。晶片的封裝有好幾道程序，因此也需要很多不同的設備。我

今天要介紹的是我國封裝製程時所需要的設備公司，這些設備都是相當精密

的。 

 

 晶片製作以後都存在於一個晶圓之中，如圖一。 

 

 
圖一  晶片與晶圓 

 

 封裝的第一道程序是切割，切割以後，每一個晶片都是獨立的。封裝的程

序中，首先要將晶片一一拿走。這一道程序就不容易，先要在晶圓的下方放一

張膜，如圖二所示。 
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圖二 

 

 封裝的設備要能夠很精確地找到目標要取走的晶片，取出某一個單獨的晶

片是利用吸力的，最艱難的是要知道晶片在晶圓上的精確位置，這當然是利用

相當精密的光學設備。我們可以想見具有吸力的一個零組件要靠近這個晶片，

這個零組件當然是被移動的。移動也要非常精確，用通俗的話來說，必須要將

吸力零組件對準晶片，精準度是 3um(1um是 1百萬分之一米)。 

 

 大家一定會好奇，吸力零組件的移動為何能夠如此地精確?這完全是要靠自

動控制的原理，也就是說，這個設備會不停地修正零組件的移動。零組件的移

動方向及速度都是由馬達控制的，這個控制機構內部有 40個馬達。 

 

 完全靠吸力還是不夠的，要取走一個晶片，封裝設備公司在晶圓的下方設

有一根頂針，如圖三所示。 

 

 
圖三  晶圓下面的頂針 

 

 這根頂針一定要很精準地移動到某一個晶片的下方，而且要和這個晶片的

中心點接觸，不能偏移。有了這根頂針以後，晶片上有吸力，下有挺力，就被

順利地拿走了。 

 

 我們可以想見的是，晶片越小，要找到晶片的中心點業就越困難。如果晶

片很大，也是不容易被取走的，因為晶片稍微大一點，就會有翹曲的可能。因

此，如果晶片大，就不能用單一頂針，而是一個針叢。有很多頂針以後，大晶

片就會很平穩地被拿走。 
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 晶片拿走以後，要再經過封裝的程序。封裝設備會準備好很多格子，如圖

四。 

 

圖四  放置晶片的格子 

 

 從晶圓中拿走的晶片會一一地放入格子中，以便加以封裝。這又需要定位

和控制的機構，也是相當精密的。放錯格子是絕對不能被允許的，我們一定要

將晶片放在正確的格子。 

 

 最先進的晶片可能有很多層，每一層都有其線路，每兩層之間一定有線聯

絡的，封裝過程中必須對的非常之準。但是晶片封裝需要對準的接點距離都是

微米級的，這家公司的設備可以做到非常精密的取放。 

 

 這家公司當然還設計了很多封裝設備，我無從一一談起。從以上的討論，

我們可以知道封裝設備是精密工業的產品，我國能有這種公司是應該感到慶幸

的。 

 

 能做到這個程度，需要有深厚的專業知識，包括機械結構設計、控制系統

開發及光學影像處理技術的應用。工程師需要具備扎實的基礎學科能力，以應

對設計和開發過程中的各種挑戰。數學和物理的深厚基礎對於進行精確的設計

計算和模擬分析至關重要，特別是在理解力學、熱學和電磁學。其次，材料科

學知識幫助選擇適合的材料，從而提高封裝的可靠性和耐用性。電子工程原理

的熟練掌握對於設計控制系統和測試功能至關重要，機械工程的知識則有助於

設計精確的機械結構。控制系統方面的能力，使工程師能夠實施複雜的控制算

法和進行數據處理。這些基礎學科能力在封裝設備的設計、開發和製造中發揮

關鍵作用。 

 

 我國有這種公司，顯示我們已經進入精密工業的境界，這是我們應該感到

慶幸和驕傲的，大家應該給它掌聲，但希望它能更上一層樓，發展出更精密的

半導體設備。 


